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摘 要

IC (Integrated Circuit)是最基本的電子元件，它是將電晶體、二極體、電阻、電容整合至一個矽晶片上，而這個矽晶片就是

所謂的半導體。近年來由於半導體產業的蓬勃發展及積體電路複雜度的增加，使得晶片測試在整個半導體製造過程中，越

來越重要。但究竟何謂測試工程，積體電路晶片測試的目的便是在晶片產出後，驗證功能是否與原設計相符，即使晶片正

處於其定義在最惡劣的環境條件(Worse Condition)，仍然能正常工作。而測試工程必須要考慮的重點就是，如何在成本效

益考量下完成積體電路的所有測試項，提供產品最佳的出貨品質。 半導體種類複雜，但大致上可分為記憶體(Memory)IC

，邏輯(Logic)IC，微元件IC及混合訊號(Mixed signal)IC四大類。相對的測試方法也不太相同。本文將針對記憶體及邏輯IC

的測試方法做研究，介紹測試製程及各類測試機結構，進而探討測試原理。並將藉業界產品做為實例，分享異常分析案例

。
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